招标项目明细：

	序号
	项目名称
	数量
	规格要求

	1
	编带外观检测机
	3台
	机台底坐：高精度花岗石及立柱
线性精度： （3+L/150）µm
计算测量功能：2.5D精密测量系统软件
解析力：0.001mm
重复精度：0.003mm
CCD SONY芯片1/3彩色CCD
目镜： 0．5X（可选配1X,2x）
物镜：0．7X～4.5X 放大倍数20X～120X
实际工作行程：200*100*180mm

	2
	高效液相色谱仪
	1台
	波长范围：190-600nm

波长示值误差：＜±2nm

波长重复性：优于2nm

光谱带宽：8nm

基线噪声：不超过5*0.001AU

基线漂移：不超过1*0.001AU/h

最小检测浓度：优于1000

	3
	X射线检测设备
	1台
	空间分辨率：1 μm（用JIMA chart检测）

可搭载尺寸：470 mm × 420 mm × 100 mm 最大5 kg

透视检查行程：X：460 mm Y：410 mm Z：100 mm 旋转±180° 倾斜：60°

CT拍摄范围：X：350 mm Y：350 mm

倾斜角度（CT拍摄角度）：45°或60°

X射线输出功率：最大管电压160 kV 最大管电流100 μA 额定输出功率16 W

检出器：平板检出器

透视视野（碳纤维板上）：（纵）0.75 mm ×（横）1.3 mm ～（纵）21 mm ×（横）38 mm

CT视野（碳纤维板上）：

3 mm ～ 30 mm（45°倾斜角度时）／ 3 mm ～ 14 mm（60°倾斜角度时）

电源：AC200 V±10 % 1.5 kVA（接地电阻100 Ω以下）

质量：约2450 kg

环境条件（运行时）：环境温度：15 ℃～ 30 ℃ 湿度：35 % ～ 80 %（不结露）

辐射泄漏剂量：1 μSv/h以下

	4
	光耦高压电性打标光检编带一体机
	1套
	恒流端：120v 50ma   恒压端：200V  100ma

以及常规电参数测试。

	5
	高低压打标测试编带机
	2台
	(VF)，逆向漏电流 (IR) ，逆向电压 (VBR)，光电晶体之饱合电压 (VCES)，崩溃电压 (VCEO)，漏电流 (ICEO)，B、E 脚之压降 (VBE)，EC 脚之压降(VEC)及输出端 CE 脚所并联之DIODE VF 值，反应上升时间 (tr) ，下降时间 (tf)，和电流转换比之对称性(SYMMETEY)

精度要求：±1%

	6
	显微硬度计
	1台
	硬度测量范围：0-3000HV，精度满足或高于GB/T4340.2
试验力等级：0.01Kgf、0.025Kgf、0.05Kgf、0.1Kgf、0.2Kgf、0.3Kgf、0.5Kgf、1Kgf

	7
	IPC-708E回流焊
	1台
	1.定义:焊点预热温度是指产品上的实际温度，波峰焊预热温度的设定值以得到合格的波峰焊曲线时的设定温度为准。
2.有铅波峰焊锡炉温度应控制在245±5℃，测温曲线的PCB上焊点温度最低值为 215℃，无铅锡炉温度控制在265±5℃，PCB上焊点最低温度235℃。
a、浸锡时间为：峰1控制在0.3-1秒，峰2控制在2-3秒；
b、输送速度为：0.7-1.5m/min；
c、捏倾角为：4-6度；
d、焊剂喷射压力为：0.4Mpa
E.针阀压力：2 ~ 4Pa

	8
	中望CAD平台软件
	1套
	1、三维建模：中望CAD 3D允许用户创建和编辑三维模型，包括物体、零件和装配体。用户可以绘制、拉伸、旋转和修改三维物体以构建复杂的模型
2、零件设计：软件支持零件设计，用户可以创建各种零部件，并进行参数化设计以便随后的修改和重用
3、装配体设计：用户可以将不同零部件装配成整体产品，进行装配体设计，并模拟零部件之间的相互作用
4、材料和纹理：中望CAD 3D支持将材料和纹理应用于模型，以实现更真实的视觉效果。用户可以指定材料的物理特性以进行仿真和分析
5、渲染和可视化：软件提供渲染功能，可以创建高质量的渲染图像和实时可视化效果，以展示设计的外观
6、动态仿真：中望CAD 3D允许用户进行动态仿真，模拟装配体中各个部件的运动和互动
7、CAD数据交换：软件支持导入和导出多种CAD文件格式，以便与其他CAD软件和团队协作
8、参数化建模：用户可以创建参数化模型，使得可以轻松修改设计参数，从而减少重复工作
9、图形用户界面（GUI）：中望CAD 3D通常具有友好的用户界面，易于学习和使用
10、工程数据管理：软件通常提供工程数据管理功能，以协助用户管理和跟踪设计项目中的各个版本和变更

	9
	中望CAD平台软件
	1套
	


